
证券代码：300502                           证券简称：新易盛 

成都新易盛通信技术股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2016-009 

投资者关系活动

类 别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

参与单位名称及

人 员 姓 名 

财通证券：马宏毅、王丝语、李晶、王喆；永瑞投资：陈志；中信建投：雷鸣；

诺安基金：郭厚利；东吴证券：孙云翔、徐力 

时 间 2016 年 12月 16 日下午 14:30-15:30 

地 点 成都新易盛通信技术股份有限公司会议室 

上 市 公 司 

接 待 人 员 姓 名 
董事长：高光荣 

投资者关系活动

主 要 内 容 介 绍 

 

一、董事长高光荣做公司基本情况介绍； 

二、问答环节 

1、第三季度业绩翻转的主要原因和对明年的展望？ 

回复：公司三季度单季收入、净利润同比变动与前两季度业绩有关联，而非

单一事件，建议更多地参考 2016.1-9 的经营成果，2016.1-9 同比增长的主要原

因是 10G 及以上速率光模块快速增长。2016年前三季度，公司点对点光模块收入

同比增长 24%，10G 及以上速率光模块收入同比增长 46%，占点对点光模块收入的

比例 58%；PON 光模块收入同比下降 11%，主要原因为传统 1.25G、2.5G EPON/GPON

模块和 BOSA 的需求下降，明年市场需求将会切换到 10G PON 上，公司已开始送

样。预计明年，低速率光模块将平稳增长，中高速率光模块将快速增长，PON 光

模块增长与否将主要取决于 10G PON 市场的发展速度。 

 

2、目前的产品结构和未来一年产能释放后的产能结构？高速模块和低速模块有

多少产能可以复用？ 



回复：公司产品品种丰富，按速率和传输结构划分为 4.25G 以上、4.25G 以

下、PON 光模块。目前，公司产能较 IPO 前未明显增加，目前募投项目已完成基

础建设并逐步开始小批量试制，未来一年中，募投项目将逐步建设，公司 4.25G

以上光模块的产能将得到明显增长。 

 

3、主要的客户结构和变化，数据中心和运营商的占比？国外和国内客户的占比？

明后年客户需求的预判；5G 基站对光模块的需求与过往有不同吗？ 

回复：公司国外客户主要以经销商为主，国内客户主要以通信设备制造商为

主，国外和国内的收入比例大概是 46:54。预计高速光模块在未来几年将保持持

续增长。4G主要部署的是 10G、6G 光模块，而 5G 主要将部署 25G 光模块。 

 

4、行业竞争情况的预判，新进入者花多长时间可以量产？行业主要的壁垒是人

还是技术？ 

回复：光模块行业是一个充分竞争的市场，一家规模化的公司不只是在某一

个单一产品上的优势。总体来看，具备规模化垂直生产能力的光模块厂家的供应

能力和成本优势将显著提高，也才能成为市场中的主流供应商。行业主要的壁垒

是技术、制造能力、市场资源、团队。 

 

5、对价格趋势的判断？毛利率略高于行业能否保持？硅光带来的技术替代怎么

看？预计硅光什么时间可以大规模商用？ 

回复：同类型产品价格呈下降趋势，公司将通过研究开发新产品、垂直整合

降成本等措施来抵御价格下降的影响。公司擅长“小批量、定制化”订单、产品

品种丰富、是公司毛利率略高的原因。公司未来一方面将全力拓展通信设备制造

商市场，另一方面仍将坚持自身的发展特点、巩固国外经销商市场，整合资源以

保持相对较好的盈利能力。关于硅光，公司一直在给予跟踪和关注，未来可能会

在短距离传输、数据中心市场对光模块产生影响。 

 

6、芯片发展的规划：如何突破芯片短板提升盈利能力；现在芯片的主要供应商

是哪些？与中兴通讯的合作关系未来如何定位？ 



回复：公司一方面持续关注适合的芯片标的，希望未来有机会参与收购标的，

实施整合；现阶段，美日厂家掌握了 10G 及以上速率光芯片的供应，国内所有厂

家都需向其购买。但对于 1.25G、2.5G 速率的部分激光器芯片，国内已有厂家可

以供应，公司全程参与了其产品的试制和验证，并与其建立起了较好的合作关系。

随着国内厂家供应光芯片、台湾封装产能向大陆转移、光模块价格竞争激烈等状

况出现，美日厂家将逐渐开放光器件和光芯片供应，公司的芯片和器件封装设备

和产能处于国内较好的水平，成本竞争力将得到提升。公司与中兴通讯的合作是

公开公正的，均按照产品认证、竞价投标等程序开展，属于市场化行为，未来中

兴通讯仍将是公司的重要客户。 

 

7、中兴在南京设立光电子子公司，怎么看待中兴切入对行业及公司的影响？ 

回复：我们认为关键在于，我们要做好自己的经营，提升品质、降低成本。

提升企业在行业中的综合竞争能力。 

 

8、相对竞争对手，公司的核心竞争力是什么？ 

回复：（1）研发优势，研发团队优秀稳定、高效，科研技术成果显著，拥有

丰富的中高端、定制化产品以及性价比高的传统产品；（2）生产优势，拥有从光

芯片封装、光器件封装到光模块制造的垂直生产能力；（3）管理优势，自主研发

客户数据库管理系统、自动化生产调试系统、OA 系统等，配合 ERP 系统，提高了

管理效率，保证了产品可靠性、可追溯性。 

 

9、公司目前 TO 生产线的生产情况？是否对公司产品毛利率的提升带来帮助？公

司芯片的采购渠道是否稳定？ 

回复：目前公司 TO 生产线已进入量产阶段，相比外购成本有所下降。今年

以来 TO 的外购金额较去年有较大幅度的下降。公司与行业内优秀的芯片供应商

保持稳定的合作关系，并通过产品评估、可靠性试验等完整体系保证产品品质。 

 

10、公司的募投项目是否能够在 17 年 4季度达到预计产能？ 

回复：达产是一个循序渐进的过程，取决于市场情况、设备进度、原材料、



人员等多方面原因。目前募投项目正在稳定推进中，已完成厂房建设及装修，部

分设备、人员已到位，已开始进行小批量试制。募投项目将逐渐达到规划中的产

能。 

 

11、目前市场上越来越多的企业开始涉足此行业，竞争对手越来越多，谈谈对竞

争对手的评价？ 

回复：每家企业的状况都不尽相同，也都有各自的优势所在。关键在于，我

们要做好自己，做强公司在经营、品质、成本等方面的优势，使公司更加强大。 

 

☆ 本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况    

☆ 本次调研机构已签署承诺书、对相关事项进行相应承诺    

附件清单（如有） 无 

日 期 2016 年 12月 19 日 

 


